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моделирования и автоматизации технологических 
процессов производства электронных средств, 
программно-управляемое технологическое оборудова
ние, автоматизированные системы управления 
технологическими процессами. Описаны физико-
технологические основы процессов сборки, монтажа и 
защиты электронных средств от климатических 
воздействий. 
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